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*No clean” - FluBmittel auf Kolophoniumbasis,
schwach aktiviert, halogenfrei, dispenserbar

Das FluRmittel ist schwach aktiviert und ha-
logenfrei. Es ist sowohl fiir die SM- als auch
fiir die Hybridtechnik geeignet. Die Flu3mit-
telzusammensetzung entspricht dem Typ
1.1.3.C nach DINJEN 29454 (Kolo-
phoniumharz, ohne Halogene aktiviert). In
seinem Korrosionsverhalten entspricht das
FluBmitte!l dem frither giiltigen F-SW 32
FiuBmitteltyp nach DIN 8511, Teil 2. Hervor-
ragende Eigenschaften der Fluxpaste sind

'1.Pasteneigenschaften

1.1 FluBmitteltyp

kolophoniumhaltig, ohne Halogene aktiviert, pastés

gute Beneifzung sowie exzellente Reini-
gungsmdéglichkeiten in zeitgemalen Reini-
gungsmedien. Die geringen FluRmittel-
riickstdnde k&nnen aber auch auf der Schal-
tung verbleiben, da die Anforderungen an
den Oberfldchenisolationswiderstand (SIR)
entsprechend DIN 32513 erfiillt werden. Die
Viskositat der Paste ist fir den Dispenser-
einsatz eingestellt, und sie verfigt daher
tber sehr gute Dosiereigenschatften.

1.2 Benetzung auf Cu, Ag sowle anderen in der SM-Technik Ublichen Qberflichen

sehr gut

1.3 Korrosionsverhaiten nach DIN 32513, Pkt. 4,5

Klasse 2

1.4 Oberflichenwiderstand und elektr. Korrosionswirkung nach DIN 32513, 4.6

erfiillf
1.5 pH-Wert

4.7-49
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2. Lagerfdhigkeit

Wir garantieren eine Lagerfahigkeit von 12 Monaten bei
Lagerung in ungedfineten Gebinden bei T = 15 - 25°C.

3. Lieferform

Versiegelte Polyethylen-Kartuschen zu 5 g, 10g und 30 g;
Sonderabfiillungen auf Anfrage

4. Verarbeitung

- Die Flu3mittelpaste neigt durch die besonders ausgeprégte Thixotropie nicht
zum Absetzen und Entmischen in der Kartusche. Die Lagertemperatur
solite max. 25°C nicht liberschreiten. Es ist sine miglichst gleichmé&Bige Lager-
temperatur einzuhaiten. In ungedffneten Gebinden ist die Paste 12 Monate
lagerféhig.

- Die Viskositét ist filr die Verarbeitung mit den diversen Dosiersysternen gebrauchs-
f&hig eingestellt. Selbst bei minimalem D(isendurchmesser von 0,25 mm ist ein
einwandfrei reproduzierbares Dosierergebnis zu erzielen.

- Eine Vortrocknung der Fluxpaste ist filr ibliche Reflowprozesse (IR-, Konvektions-
durchlaufofen, Dampfphase etc.) nicht notwendig. Beim Reparaturibten mit Heil3luf
solfte die Paste gegebenenfalls bei max. 150°C angetrocknet werden, um ein explo-
sionsartiges Verdampfen der L6semittel beim danach folgenden Ltprozel3 zu ver-
meiden.

- Eine Lagerung der befluxten Létstellen bis 72 Std. bei Raumtemperatur und rel.
Luftfeuchte bis 75 % beeinflufdt die Qualitét der Litung nicht.

- Eine Reinigung der Fluxriicksténde ist mdglich mit CFK-Ersatzsloffen wie z. B.
Terpenen und unter Zuhilfenahme von Ultraschall auch mit Isopropylfalkohol.

- Bitte beachten Sie die Arbeitsschutzbestimmungen fir die jewsiligen Reinigungs-
miftel.
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